MSTBVA 2,5/ 3-G PA1,3 - Gniazdo do PCB PHCENIX

1230875

CONTACT

https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1230875

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostaty wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajduja sie w dokumentacji
uzytkownika. Obowigzujg ogélne warunki uzytkowania dla materiatéw pobieranych.

Korzysci

Gniazdo do PCB, przekrdj znamionowy: 2,5 mmz, kolor: zielony, prad znamionowy: 12 A,
napigcie znamionowe (I11/2): 320 V, powierzchnia styku: Sn, sposdb potgczenia styku: Pin, liczba
potencjatow: 2, liczba rzeddw: 1, liczba biegundéw: 3, ilos¢ przytaczy: 2, rodzina produktéw:
MSTBVA 2,5/..-G, raster: 5 mm, montaz: Lutowanie na fali, uktad pinéw: Liniowe ustawienie
kotkow, dtugosé pinu [P]: 3,9 mm, liczba pinéw lutowniczych na kazdy potencjat: 1, system
wtykéw: COMBICON MSTB 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj
mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

» Najwyzsza elastyczno$é w projektowaniu urzgdzen — jedna listwa do wielu ztgczy wtykowych z réznymi rodzajami potgczen

» Popularna zasada montazu umozliwia ogoélnoswiatowe zastosowanie

» Pionowe potagczenie umozliwia wielorzedowy montaz na obwodzie drukowanym

» Zamkniety kontur gwarantuje optymalng stabilno$¢ ztgcza wtykowego

» tatwa wymiana ptytek drukowanych dzieki wtykanym podzespotom

Dane handlowe

Numer artykutu

Jednostka opakowania

Minimalne zamoéwienie

Uwaga

Klucz sprzedazy

Klucz produktu

GTIN

Waga jednej sztuki (z opakowaniem)
Waga jednej sztuki (bez opakowania)
Numer taryfy celnej

Kraj pochodzenia

1230875

250 Szt.

1000 Szt.
Produkcja na zamoéwienie (bez mozliwosci zwrotu)
AACSLE
AACSLE
4063151330828
1,112g

1,0199
85366930

DE
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Dane techniczne

Wiasciwosci produktu

Typ produktu
Rodzina produktéw
Linia produktowa
Liczba biegunéw
Raster

llos¢ przytaczy
Liczba rzedow
Liczba potencjatéw
Pinlayout

Liczba pinéw lutowniczych na kazdy potencjat

Status utrzymania danych

Wersja artykutu

Parametry elektryczne

Prad znamionowy |y

Napiecie znamionowe Uy

Opor przejscia

Napigcie znamionowe (l11/3)
Znamionowe napiecie udarowe (l11/3)
Napiecie znamionowe (111/2)
Znamionowe napiecie udarowe (111/2)
Napiecie znamionowe (11/2)

Znamionowe napiecie udarowe (11/2)

Montaz

Sposéb montazu

Pinlayout
Dane materiatu

Dane materiatowe - obudowa

Wskazoéwka

materiat styku
Jakos¢ powierzchni

Powierzchnia metalowa w obszarze potaczenia (warstwa
wierzchnia)

Powierzchnia metalowa w obszarze potaczenia (warstwa
posrednia)

Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa
wierzchnia)

Powierzchnia metalowa w obszarze lutowania (warstwa

PHCENIX

CONTACT

Gniazdo do PCB

MSTBVA 2,5/..-G
COMBICON Connectors M
3

5 mm

2

1

2

Liniowe ustawienie kotkow

1

02

12A
320V
2,5mQ
320V
4 kV
320V
4 kV
630 V
4 kV

Lutowanie na fali

Liniowe ustawienie kotkow

Zgodnos$¢ z WEEE/RoHS, bez waséw wg IEC 60068-2-
82/JEDEC JESD 201

Stop miedzi
ocynowanie galwaniczne

Cyna (3 -5 um Sn)

Nikiel (1,3 - 3 um Ni)

Cyna (3 -5 um Sn)

Nikiel (1,3 - 3 um Ni)
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posrednia)

Dane materiatowe - obudowa
Kolor (Obudowa)
Materiat izolacyjny
Grupa materiatu izolacyjnego
CTl wg IEC 60112
Klasa palnosci wg UL 94

Badanie rozzarzonym drutem palnosci ptomieniem materiatow
wg EN 60695-2-12

Badanie rozzarzonym drutem zapalnosci materiatow wg
EN 60695-2-13

Temperatura proby wciskania kulki wg EN 60695-10-2

Wskazowki

Uwaga dotyczaca eksploatacji

Wymiary

Rysunek wymiarowy

Raster

Szerokos$c¢ [w]

Wysokos¢ [h]

Diugosc [1]

Wysokosc¢

Dtugos¢ kotka lutowniczego [P]

Wymiary kotka

Konstrukcja PCB

Srednica otworu
Préby mechaniczne

Kontrola wizualna
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

Kontrola wymiaréw
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

CONTACT

zielony (6021)
PA

I

600

VO

850

775

125 °C

Ztgcza wtykowe COMBICON sg zgodnie z norma DIN EN 61984
ztgczami bez mocy taczeniowej (COC). Przy zgodnej z

przepisami eksploatacji nie wolno ich podtgczac¢ ani odigczac
pod napieciem i obcigzeniem.

5 mm
17 mm
15,9 mm
8,6 mm
12 mm
3,9 mm

1x1mm

1,4 mm

DIN EN 60512-1-1:2003-01

Badanie zakohczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60512-1-2:2003-01

Badanie zakohczone wynikiem pozytywnym
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Wytrzymatos$¢ napiséw
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

Polaryzacja i kodowanie
Specyfikacja pomiarowa

Wynik

Mocowanie stykéw podczas pracy
Specyfikacja pomiarowa

Mocowanie stykéw podczas pracy
Wymaganie >20 N

Sity wtykania/wyciagania
Wynik
Liczba cykli
Sita wtykania na biegun ok.

Sita wyciggania na biegun ok.
Badania elektryczne

Badanie termiczne | Grupa badan C
Specyfikacja pomiarowa

Sprawdzona liczba pinéw

Rezystancja izolacji
Specyfikacja pomiarowa

Rezystancja izolacji sgsiednich biegunéw

Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Specyfikacja pomiarowa

Grupa materiatu izolacyjnego

Odpornosc¢ na prady petzajace (DIN EN 60112 (VDE 0303-11))

Znamionowe napiecie izolacji (I11/3)
Znamionowe napiecie udarowe (l11/3)

minimalny odstep izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne
(1m/3)

minimalny odstep izolacyjny powierzchniowy (l11/3)
Znamionowe napiecie izolacji (111/2)
Znamionowe napiecie udarowe (l11/2)

minimalny odstep izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne
(1n/2)

minimalny odstep izolacyjny powierzchniowy (111/2)
Znamionowe napiecie izolacji (11/2)
Znamionowe napiecie udarowe (11/2)

minimalny odstep izolacyjny powietrzny - pole niejednorodne
(1/2)

PHCENIX
CONTACT

DIN EN 60068-2-70:1996-07

Badanie zakohczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60512-13-5:2006-11

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym

DIN EN 60512-15-1:2009-03

Badanie zakohczone wynikiem pozytywnym

Badanie zakonczone wynikiem pozytywnym
25

8N

6N

DIN EN 60512-5-1:2003-01
24

DIN EN 60512-3-1:2003-01
>5MQ

DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01
|

CTI 600

320V

4 kv

3 mm

4 mm
320V
4 kV

3 mm

3 mm
630V
4 kV

3 mm
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minimalny odstep izolacyjny powierzchniowy (11/2)
Warunki srodowiskowe i zywotnosc¢

Badanie odpornosci na drgania
Specyfikacja pomiarowa
Czestotliwos¢
Predkos$¢ przesuwu
Amplituda
Przyspieszenie
Czas pomiaru na 0$

Kierunki pomiaru

Badanie trwatosci
Specyfikacja pomiarowa
Znamionowe napiecie impulsowe na wysokosci morza
Rezystancja styku R,
Rezystancja styku R,
Liczba cykli podtaczania-odigczania

Rezystancja izolacji sasiednich biegunow

Test klimatyczny
Specyfikacja pomiarowa
Obcigzenie korozyjne
Obcigzenie wysoka temperaturg

Napiecie przemienne wytrzymywane

Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia (praca)
Temperatura otoczenia (sktadowanie/transport)
Wzgledna wilgotnos¢ powietrza (sktadowanie/transport)

Temperatura otoczenia (montaz)

Dane opakowania

Rodzaj opakowania

PHCENIX
CONTACT

3,2 mm

DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
10-150-10 Hz

1 oktawa/min

0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz)

5g (60,1 Hz ... 150 Hz)

25h

0sX, YiZ

DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12
4,8 kV

2,5mQ

2,5mQ

25

>5MQ

DIN EN ISO 6988:1997-03

0,2 dm® S0, na 300 dm%40 °C/1 cykl
100 °C/168 h

2,21kV

-40 °C ... 100 °C (W zaleznosci od krzywej redukcyjnej)
-40°C..70°C

30%..70 %

-5°C...100 °C

zapakowany w karton
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Typ: FKCT 2,5/...-ST z MSTBVA 2,5/...-G
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Typ: MVSTBR 2,5/...-ST z MSTBVA 2,5/...-G
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Typ: TVFKC 1,5/...-ST z MSTBVA 2,5/...-G
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Typ: FKCN 2,5/...-ST z MSTBVA 2,5/...-G
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Klasyfikacje
ECLASS
ECLASS-11.0 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ECLASS-13.0 27460201
ETIM
ETIM 9.0 EC002637
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS
Spetnia wymagania dyrektywy RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Informacja o substanc;ji z listy kandydackiej REACH (nr CAS)

Phoenix Contact 2024 © - Wszelkie prawa zastrzezone
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Sp. z 0.0.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wroctaw

71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl

PHCENIX
CONTACT

Tak, Brak zwolnien/wytgczen

EFUP-E

Brak substancji niebezpiecznych powyzej wartosci granicznych

Brak substancji o stezeniu masowym powyzej 0,1%
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